
Micro/Mini LED 芯片巨量转移设备 

1 背景及意义 

电子显示屏的诞生，改变了承载和传递视觉信息的方式，从简单的数码管显示到复杂的电视

放送，虚拟现实（Virtual reality，VR）、增强现实（Augmented reality，AR），显示渗透到社会生

产和人民生活的各个方面。具备高解析度、高亮度、高对比度、无拼接缝隙特点的 Mini/Micro LED

显示技术为代表的新一代显示技术已成为各国争相夺取的技术高地。巨量转移作为 Mini/Micro 

LED 显示基础性、卡门性技术，主要完成微米、亚微米级显示芯片从晶圆板到 PCB 板的转移工作。

现有的巨量转移技术主要有摆臂抓取式、范德华力式、静电力/磁力抓取式、滚轴转印式、流体/磁

力自组装式、针刺式和激光转移式几种流派。但从技术前景、发展动力、效益等角度分析，基于

激光剥离方式的 Micro/Mini LED 芯片巨量转移方式是最具发展潜力的芯片转移技术，也是我们最

具研究价值的一种方式。 

2 技术优势 

为克服现有技术的不足，发明了一种高可控性，高转移精度，工作温度友好，对芯片的损伤

小，无污染，可重复使用的巨量转移用晶膜。采用液气双态介质方式，与热释放方式相比，避免

了晶膜粘性变化不均，芯片释放过程受力不均，依靠芯片自重剥落导致芯片姿态不易控，工作温

度高等缺陷，实现了友好环境温度下芯片高精度转移；与烧蚀方式相比，避免了烧蚀释放过程中

芯片落姿不易控，良品率不高，污染工作环境，晶膜不能重复使用，工作温度高等缺陷，在无污

染和友好环境温度下实现晶膜的重复利用和芯片的高精度转移。 

为克服现有技术不足，提出了一种基于机械直线导轨和磁力驱动复合式支撑平台的激光剥离

巨量转移设备，利用四层机械直线导轨实现基板和玻璃板快速宏运动对准，采用磁力支撑调节平

台的轴向小角度高频调整和轴向小行程高频往复运动实现基板与玻璃板位置高精度快速微调整对

准，借助激光烧蚀晶膜，使芯片剥落至驱动电路板的目标焊点上，具有芯片转移速度快、转移良

品率高的优点，实现 Mini/Micro LED 芯片巨量转移。 
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3 推广应用 

广州某科技公司采用该技术实现了 Micro/Mini LED 芯片的快速巨量转移，取得了显著的经济



效益。课题组基于此项成果荣获系列科技奖励。 

基于该技术的获奖情况 

获奖名称 等级 

第 49届日内瓦国际发明展金奖 金奖 

2021年度中国发明协会发明创业奖 一等奖 

2021年度中国商业联合会科学进步奖 一等奖 

 

 

4 联系方式 

联系人：刘强教授                联系电话：13717686085 

邮箱：liuqiang@bipt.edu.cn 

 


